
謹啓　若葉の候　ますます御隆昌のこととお慶び申し上げます


日頃は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます


さて　このたび弊社におきましては　新製品○○○を来月末より発売することとなりました


新製品○○○は　最速○○○バイトの高速データ通信が可能なうえ小型部品の採用により業界最軽量を実現し　必ずや皆様の御期待に添うものと確信いたしております


つきましては　左記要領にて発表会を開催し皆様の御批評を仰ぎたく存じます　御多用中誠に恐縮ではございますが是非とも御来臨賜りますようお願い申し上げます


まずは書面にて御案内申し上げます　　　　　　　　　　　　　敬　白


　　





　　令和○○年五月一日





株式会社 エイワ・モバイリング


　　代表取締役　坂　本　幸　一

















記








日　　時　五月二十六日（土曜日）


　　　　　午前十時から午後五時　


場　　所　ホワイトホテル　鳳凰の間


　　　　　電　話　〇三（○○○○）○○○○


　　　　　ＦＡＸ　〇三（○○○○）○○○○　








御来場の際は本状を受付にお示しくださいますようお願いいたします











